23156 RESOLUCION de 14 de octubre de 1997, de la Universidad de Vailladolid, por la que se establece el plan de estudios de

Universidad Politécnica de Valladolid.

Homologado por el Consejo de Universidades, por acuerdo de su Comisién Acadéraica de 1B de septiembre de 1997, el plan de estudies de Ingenicro técnico en Disefo Industrial en la Escuela

Iniversitaria Politéenica de Valladolid,

Este Rectorado ha resuelto 12 publicacién del mencionado plan que se transcribe a continuacién.

valladolid, 14 de oclubre de 1997.—El Rector, Francisco Javier Alvarez Guisasola.

Ingeniere técnico en Diserio Industrial en la Escuela

1. MATERIAS TRONCALES

Ciclo |Curso Dencminacién Asignaturajs en las que 1a Universidad Créditos anualos {4)
) 1 12) en su caso, organiza/diversifica la Breve descripcin de contenido | Vincuiacién a &reas da conosimiento
materia troncal {3) Totales Tedricos | Précticos/ &
: clini¢os
| 1¢ |ESTETICA ¥ DISENO INDUSTRIAL |ESTETICAY DISENC INDUSTRIAL 8T +1,5A 6 4,5 ldeas estéticas y su *Composicidn arquitecténica”.
avoluclén.Estética v “Dibujo”. "Escultura”. "Estética y
funcionalidad Teorla de las Artes”. "Hiotosia deal
Historia del Disefio Arte”.
! 1° |EXPRESION ARTISTICA EXPRESION ARTISTICA 9T +1,8A 6 4,5 Composicién y Anslisis de *Dibujo”. “Escultura”. “Expresién
formas. Forma y color Grifica Arquitecténica”. “Expresidn
| Gréfica en 1a ingenistfa”. “Pintura”.
1 1* |EXPRESION GRAFICA EXPRESIGN GRAFICA 12T +1,5A 7.5 ] Geometria. Sistemas de “Expresién Grifica Arquitecténica”.
represantacidn. Normalizacidn. | “Expresién Grifica en la Ingenisria”.
i 1° | FUNDAMENTOS DE FISICA FISICA 9T+ 1,6A 8 4,5 Mecsnica. Electricidad. Calor y | “Flsica Aplicada”. “Flsica de la
Frfo. Optica. Materia Condensada”.
1 1°A |FUNDAMENTOS MATEMATICOS |MATEMATICAS | 8T 4,5 1.6 Algebra lineal. Célculo “Matemitica Aplicada”.
DE LA INGENIERIA. diferancial. Calculo integral. .
Ecuacionss diferenciales.
1 2* | DISENO ASISTIDO POR DISENO ASISTIDO POR CRDENADOR 9T +1,54 4,5 6 Meodelada. Simutacién. “Ciencia de la Computacién-e
ORDENADOR Agplicaciones. Inteligencia Artificial”. *Expresién
Gréafice Arquitecténica™. “Expresidn
Gréafica an la Ingenierla”. “Lenguajes y
Sistemas Informéticos™.
1 2° jDiSeNO Y PRODUCTO DISENG Y PRODUCTO 9T +1,5A 8 4,5 Ergoriomya. Envase y embalaje.  “Composicidn arquitectdnica”.
Impacto ambisntal. "Expresién Grifica Arquitecténica”.
“Expregién Grafica en la ingsnisria®.
i “Proyectos de Ingenier{a”™, .
1 2° | MATERIALES MATERIALES 12T+ 1,5A 7.5 & Caracteristicas, comportamiento | “Clencia de los Materiales e Ingenieria
y aplicacién de los materiates. Metaldrgica. "ingenieria Macénica”.
f 283 |METODOLOGIA DEL DISENG METODOLOGIA DEL DISENO 86T+ 1,5A 3 4.5 Sistamas de andlisia y sintesis | "Composicién arquitectdnica®.
de dissfio. Modelos ¥ prototipos.| “Dibujo”. "Expresién Grifica
Arquitecténioa”. “Expresién Gréfica on
la Ingeniarfa”. “Proyectos de
Ingeniesfa®.
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1. MATERIAS TRONCALES

Cicle | Curso Cenaminacién Asignatura/s en las qus ia Universidad Créditos anuales 14)
{1} 12 an su caso, organizafdiversifica la Breve dascripcidn de contenide | Vinculacién a Areas de conocimiento
materia troncal (3) Totales Tedricos | Pricticoss {5)
clinicos
i 2® | SISTEMAS MECANICOS SISTEMAS MECANICOS 9T+1,6A & 45 Elermentos mecénicos. *Ingenierla Mecanica”. *Mecénica ds
Maeocanismos. Resistancia de Meadios Continuos y Teorla de
Materiales, Estructuras®.
| 3* | ASPECTCS ECONOMICOS Y ASPECTCS ECONOMICOS Y 9T [ 3 Anélisis de mercado, produccién | “Comercializacién & Investigacidn de
EMPRESARIALES DEL DISERO EMPRESARIALES DEL DISENO y comercializacion. Mercados”, “Economla Aplicada®.
*Organizacidén de Empresas”.
| 3* |PROCESOS INDUSTRIALES PROCESQS INDUSTRIALES aT+1,5A & 45 Procesos de fabricacién, *Ciancia de los Matariales o Ingeniera
Métodos de manufactura. Metallrgica. "ingeniorfa de los
. Calidad ¥ mantenimientas. Procesos de Fabricacién®. “Ingenierfa
Procescs svanzados, Mecénica”,
2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD [en su caso) {1}
Ciclo [Curso Dancminacién Créditos anuales (4)
Y] 12] Breve dascripcidn de contenido Vincutacidn a dreas de conocimiento (5}
Totalez Tedsicos | Précticon/
ciinicos
1 1°A | INFORMATICA BASICA 7.5 3 4.5 Introduccidn al ordenador. Sistemas Operativos. *Arquitectura y Tecnologia de Ordenadorss”
Frogramacidn. Aplicaciones. “Cisncia de la Computacién e Inteligencia
Artificial”. “Lenguajes y Sistemas informéticos”.
| 1°B |MATEMATICAS I 8 1,5 4,5 Ampliacién de calculo integrat y ecuaciones “Matemética Aplicada”®.
diferenciales.Recursos informaticas en las
mateméaticas.
1 2%A | AMPLIACION DE MATEMATICAS & k] ] Ecuacicnes diferenciales en derivadas parciales. “Matematica Aplicada”.
Calcuto Numérico. Métodos en diferencias finitas.
I 2°A |INFORMATICA GRAFICA & 1,5 4,5 Introduccidn hardware y software gréfico. *Arquitsctura ¥ Tecnologia de Ordenadorss”™
Fundamentos algorftmicos del modelajs gecmétrico y *Ciencia de la Computacién # Inteligencia
visual. Aigoritmos de matlado. Animaciédn, Arntificial™. “Languajes y Sistemnas informéticos”. -
| 2°B | DIBUJLD INDUSTRIAL 7.5 3 4,5 Calidad superticial. Acotacién funcional. Normalizacién | “Expresién Grifica en la Ingsnieria”.
Industrial. Dibujos de definicién y fabricacién.
I 3°A |OFICINA TECNICA -] 1.5 4,5 Conceptos. Bases del Proyecto. Normativa y “Ingsniariz de los Procesos da Fabricacidn”.
reglamentacién que afects al proyecto. Programacidn y
documentos. Aplicaciones.
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2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD {en su caso) {1}

: . Créditos anuales {4)
Cigle |Curseo Denominacidn .
{1} {2} Brave descripcién de contenido Vinculacién a 4reas de conecimiento (5}
Totales Tadricos | Pricticos/
cilnicos
[ 3*A |DISERO DE MOLDES Y MATRICES -] 1,5 4.5 Aplicacionss practicas da diseflo integral de moldss y | “Ingenieria de los Procesos de Fabricacién”.
matsices.
| 3*A | DISEND DE PRODUCTO & 1.5 45 Desarrollo da producto sspacifico de diversos sectores, { Todas fas dreas del titulo.
1 3°B | ORGANIZACION DE LA PRODUCCION 6 4.5 1.5 Logistica industrisl. Planificacién y control ds |2 “Organizacién de Empresas”™.
produccidn, Calidad total.
2. MATERIAS OPTATIVAS {en su caso}
Denominacién CREDITOS
12) Brava descripcién de contenido Vineulacién a dreas de conocimiento (S}
Tatalas Tedricos | Practicos/
clinicos
Blogue Intensificacién | _ Modelizacién y simulacidn numérica, CAD/CAE/CAM. | “Ciencia de los Materiales s Ingenieria Metaidrgica”.
TECNOLOGIAS DE SOPORTE AL DISEND Raciclado de materialas. Practicas en empresa “Expresién Grifica en 1a Ingenisda”.
INDUSTRIAL “ingenisrfa ds los Pr de Fabricacién”.
‘ *Ingeniserfa Mecanica”
"Matemética Aplicada”.
“Mecdnica de Medio Continuos y Teorfa de Estructuras”.
TOTAL| 16,5 & 10,5
Bloque Intensificacién [} - Legislacién ¥ Noermativa. Seguridad en la industria, “Ingeniana de ius Frucesos de Fabricacién”.
GESTION INTEGRADA DEL DISERNO Logistica industrial. Técnicas de gestién. Control de “Medicina Preventiva y Saluda Piblica”.
INQUSTRIAL Calidad. Practicas en empresa. “Organizacién de £Empresas”.
TOTAL[ 16,5 [ 10,8
Bleque intensificacidn |l Evolucién de las artes industrialss, ciencia y tecnologla.| “Composicién arquitectdnica”.
ARTE INDUSTRIAL Y DISERO Estudioc de |la formas naturales, dal sspacic industrial y | "Expresién grafica arguitectdnica”.
del habitat ampressrial. Hlustraclén tScnica. Pricticas en| “Expresién Gréifica en Ia Ingenisrfa®.
smprosa “Heica Aplicada”
*Meacénica de Fluidas”
TOTAL| 165 6 10,8
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ANEXO  3: ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANIZACION DEL PLAN DF ESTUDIOS ' - EXPRESION, EN SU CASO, DE LOS CREDITOS OTORGADCS: oo CREDITOS
- EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (3} 7 "’m'ﬂ Eﬂwm ! a‘“. 30"“
UMVERSIDAD: [D'ngo Proyecto Finds Camera: 1 crédito = 30 horss
7. ARCS ACADEMICOS EN QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN. POR CICLOS: (8)
- 19 CICLO [E A0S
. ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIQS
1. PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES A LA OBFENCION DEL T'TULC OFICIAL DE . 2 CICLO D AROS

INGENIERO TECNICC EN DISERO INDUSTRIAL ]
[(1) , 8. DISTRIBUCION DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR ANO ACADEMICO.

2. ENSERANZASDE | PRIMER | coom -
ARO ACADEMICO TOTAL TEGRICOS | PRACTICOS/
3. CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGANIZACION DEL PLAN GE ESTUDIOS CLINICOS
L 64,5 34,5 30
raj ESCUELA UNIVERSIYARIA POLITEGNICA 1
> 78 ars 40,5
4, CARGA LECTIVA GLOBAL i ! CREDITOS {4)
? 82,5 3 46,5
stribycis dit
TERIAS MATERIAS MATEREAS TRABAID
cleo CURST %‘onmss oeLlaA'Ponus OFTATVAS mlﬁ?lgsos D CARAERA | TOTALES
CONFIGURA-~
CION (5}
1° L3} 13,5 - - - 4.5 Libre sleccidn : 3 tedricos ¥ 3 prdcticos en 2%, 9 tedricos y 7,5 priciicos en 3t
45T + BA
. . QOrdenacién temporal en of aprendizaje
1oL o 62,5 19,5 6 T8
-45T + 7,5A
ERIMER CURSQ
2 9.5 24 6.5 16,5 f 825
18T + 1,54 T ' Estétca y Disefio Industrial, .....
7 T Expresidn Aristica ................
TOALES 123 57 16,5 225 E: 225 T  Exprosion Grfica ..o,
1087 + 154 T  Fisica
A T Matemdtica l ....oeveeeceeervcrccirenn
%200 ) 1*A OB informdtica Bésica
"B OB Malomética ll,
¢ Tetal ......

5. SE EXIGE TRABAJO O PROYECTO FIN DE CARRERA, O EXAMEN O PRUEBA GENERAL NECESARIA
PARAOBTENERELTITULO [S] ()
6.[S] SEOTORGAN, POR EQUIVALENCIA, CREDITOS A:
{5] PRACTICAS EN EMPRESAS, INSTITUCIONES PUBLICAS O FRIVADAS, ETC.
[E] TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS.
[E] ESTUDIOS REALIZADOS £N EL MARCO DE CONVENIOS INTERNAGIONALES SUSCRITOS
POR LA UNIVERSIDAD,
[} otRAS ACTIVIDABES.
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SEGUNDO CURSQ

T Disefio Aslstido por Ordenador. ............ccoevenen. 105
T Disefio y Producto 10,5
T Matenales ... R 135
X8 T Matodolegia de? Diseiio...... A
T Sistemas Mecanicos ....... 10,5

%4 OB Ampliacidn de Matematicas ..B
2°B OB Dibujo Industdal............... -1

2%, OB Informética Grafica ..ol ..B
’ TOBI ovorresrrerrenrensenrserios et ne s ssnesres soms e samemesesussenve F 2D

LE  LIDre EMBCOMIM oo ace s mssse passcrnsscs e saness &

Total final ...........
IERCER CURSO

T Aspectos Econdmicos y ampresar.. ..... .8

T Procasos industriales ............. 0,5

3*A OB Disefio de moldes y matrices .
3*A 08 Disafto de producto ..cuinien,

FA OB Oficina Téenica.....cmrieemian .5
38 OB Organizacidn de 'a produccidn...... ]
Total ..conrives

OP Opiativas ....
LE Libre Elaccién........

Proyecio Fin de Carrara ...B
Total final......... 82,5
Secuenclacién de asignaturas
Asignaturas troncales y obligatorias
2% Dibujo Industdal .......... rermreenerensnemniennens 19 EXPIESION Grédfica
2® Disefto Asistido por Ordanador. oereenens T8 Expresion Gréfica
2% Sistemas Mecdnigs ...... 1% Fisica

29 informatica Grafica ... 1¢ Informdtica Bisica

Beriodo de escolaridad minime

E! perfodo de escolaridad minimo es de tras afios.

Eapacificacienes particulares del Plan da Estudlos

11 Ladc ia de las matarlas troncales se asigna a todas las dreas de conocimiants previstas en
alR.D. 1462/1580, de Directrices propias para el ilulo de Ingeniero Técnico en Disefio Industrial.

2) Sagin se indica en el R.D. 1497/87, de Directrices generales comunes, la carga lectiva estd
comprendida entre 60 y 90 créditos porahe y la carga lectiva global se encuentra entre g minimo
de 180 crédites v el méxime de 270 crédditos.

8]  Saehaprevistoof curso académico de 30 semanas lectivas y en el codmpute de créditos
lag ensefianzas tedricas no superan las 15 haras semanales.

o) Los créditos da libre configuracidn se corresponden con & minimo del 10%. Se hace
propuesta de distripucidn de dichos créditos en segundo y lercer curso, pero, en todo
caso, podra modificarse en atencidn 2 siluaciones especiales del estudiante.

c) tas matsriasoptativas se han distribuido enires blogues de intensificacidn, ypermiten
al estudiante eleglr itinerarios que configuren su especializacién o su curriculum,
Alas Praclicas en Empresa, que figuran en los bloques, se le asigna la equivalencia
de 30 horas por crddito,

d}  EiTrabaja o Proyacto Fin de Carera, liena por finalidad la elaboracidn de un Proyecto
como ejerciclo integrador ode sintesis; parconsiguiente la prueba delmisma requerira
haber supetado todas las materias que intervengan en la configuracién de! titulo. Ei
Reglamento per el qua se rfja serd aprobado por el drgano comrespondienta de ia
Universidad,

Los & ¢réditos asignados se comesponden con la decencia y/o tutela que recibiré e
estudiante del director ¢ iutor del proyecto. La equivalencia de acrediacidn para e
esludiante serd do 30 horas por crédilo.

e) Sea establece como prerrequesito que ef estudiante no puede matricularse an 3*
curso sin haber superado el 1* curso. El ¢érgano correspondiente estudiarad y
resoiverd jos casos excapcionales.
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